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	→内容简介

	2011年全球半导体市场营收总额为3068亿美元，较2010年增加了54亿美元，增幅为1.8%。2011年全球前25大半导体厂商的营收平均年增长率较市场平均水平高3.1%，这25家半导体厂商的营收总额占全球半导体市场总营收的比例也从2010年的68.3%，增加到69.2%，其中约一半的营收增长来自于企业并购。在主要设备领域，微组件产品继2010年表现欠佳后，2011年表现最为强劲。推动微组件市场发展的主要产品为计算机微处理器，得益于该产品平均销售价格的大幅上扬，2011年该产品的营收同比增长了14.2%。此外，服务器和PC也推动了微组件产品的销售。数据显示，2011年英特尔以20.7%的营收增长率，连续第20年稳坐半导体市场的头把交椅。2011年，英特尔在全球半导体市场上的份额也达到了创纪录的16.5%，之前的最高市场份额为1998年的16.3%。三星受DRAM业务疲软的拖累，2011年在全球半导体市场上占有8.9%的市场份额，排名第二，目前仍无法缩小与英特尔的差距。东芝和德州仪器以3.8%和3.8%的市场份额分别位居第三和第四的位置。瑞萨电子在并购完成一年后，凭借3.5%的市场份额，跻身全球前五大半导体厂商的行列。在前十大半导体厂商中，高通以3.3%的市场份额排名第六。2011年高通营收同比增长了39%，将近100亿美元。与此同时，高通还在不断快速成长的智能手机市场上扩大市场份额，成为2011年成长最快的半导体公司之一。排名第十位的为博通，市场份额为2.3%。2011年，博通的市场表现优于整个半导体市场，特别是在移动和无线业务领域表现尤为强劲，再次实现了两位数的增长。

全球半导体材料市场继2010年创下448.5亿美元的新纪录后，2011年总营收较2010年更成长7%，达478.6亿美元，再创下历史新高，其中台湾蝉联半导体材料消费大国，达100.4亿美元。2011年材料市场总营收创下佳绩，将市场区隔来看，晶圆制造及封装材料2010年分别达到230.5亿美元及218亿美元，2011年则攀升至242亿美元及236.7亿美元，与2010年同期相比，半导体各类材料营收皆呈稳定成长，其中也包含货币汇差是成长因素之一。而在地区别方面，作为全球最大晶圆制造及先进封装基地，台湾持续蝉联半导体材料市场最大消费国，2011年半导体材料市场达100.4亿美元，而全球各地区材料市场也呈现稳定成长的态势，日本反倒微降1%，至于成长幅度最大的南韩及中国，主要是受晶圆制造和封装材料需求的带动。2011年包括热接口材料在内的全球半导体封装材料市场总值将达228亿美元，2015年将进一步成长至257亿美元。其中层压基板仍占最大比例，2011年总额预计为97亿美元，以单位数量来看，未来5年的年复合成长率将超过8%。封装技术将持续在电子产业中引领成长，刺激可携式电子产品微型化发展。随着智能型手机和平版装置的爆炸性需求，带动2010年市场复苏及2011年成长。封装市场中重要的成长领域包括芯片尺寸构装、以层压基板和导线架、堆栈芯片、其它3-D封装、晶圆级封装、功率装置、LED封装，以及其它系统级封装(SiP)形式技术。展望先进封装市场，市场成长依旧强劲，包含球门阵列封装、芯片尺寸构装、覆晶封装，以及晶圆级封装。这些封装形式在未来4年皆将有强劲的单位成长率，而许多的传统封装技术则将呈现停滞或个位数比率成长。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家商务部、国家工业和信息化部、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子元件行业协会、中国行业研究网、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。本报告对国内外半导体材料行业的发展状况进行了深入透彻地研究，对我国半导体材料主要市场发展情况、投资机会作了详尽分析。报告重点分析了下游半导体行业发展情况，报告还对国内重点半导体材料企业及未来半导体材料发展趋势进行了分析，是半导体材料及相关制造企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握半导体材料行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。
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第三章 我国半导体材料行业发展分析

第二节 2012年半导体材料行业发展机遇和挑战分析

一、2012年半导体材料行业发展机遇分析

全球百年难见到金融危机、欧债危机，从表象上来看，是对现有经济体系、现代制造业甚至现代政治的重大考验。实际上，对中国企业来讲，这也是百年难遇的好机遇！正是这百年难遇之金融震荡时机，是世界格局重新洗牌、国家产业重新调整结构、企业重新审视战略的最佳时机。在金融风暴中企业应冷静思考，审时度势，把握企业发展机会，制定企业发展战略。中国微电子产业，在过去多年国家大力支持下，由于国家总体政策恰当连续，包括手机、汽车、家电在内的终端需求不断扩大，带动整体产业的蓬勃发展。但是，从整个世界范围来看，我们自己拥有技术产权的半导体芯片制造，以及相关的辅助产业制造还相当的落后。在芯片制造方面，还是以比较低端或低技术的小尺寸芯片制造以及封装为主；在材料制备方面，基本更是与大尺寸无关，特别是核心材料的抛光硅片制造，基本是4、5、6英寸，与世界的前沿发展尚有很大差距。大陆投产的8英寸、12英寸芯片制造，其硅片基本全部来自于国外，甚至测试片、反抛片均来自于国外提供或者加工。造成这种结果，一方面来自于国内企业自身诸多原因的限制，另一方面也来自于长期以来的体制意识上的束缚。但是，放眼世界半导体制造业格局发展趋势与潜力而言，只有中国大陆将在未来的几十年内是唯一可以承担作为世界半导体制造主体的重任。大力发展以集成电路为推动力的新技术革命，发展相关的材料、制造、设计以及创造性的需求，将极大地推动产业升级、市场驱动和国家繁荣。因此，在大力推动以芯片制造为核心的前提下，发展芯片制造的配套产业，特别是原材料的半导体级别的硅片制造，是大势所趋，必不可少。中国半导体产业将迎来产业发展的重大战略机遇期，这是因为全球半导体产业正在进行产业转移，发达国家在向高端产业链转移的同时，开始将芯片制造业向新兴国家转移。目前，中国半导体产业已经具备了迎接全球半导体产业转移的客观条件。

图表：主要半导体材料的对比分析
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太阳能电池产业 产量跃居世界第一 产品95%出口

中国太阳能电池产业近年来高速发展，承担了全球近一半的产能，产品主要销往欧洲国家。2009年世界太阳电池总产量为9340MW，中国太阳能电池产量为4382MW，占全球产量的46.92%，居世界第一，但95%以上产品出口国外。太阳能光伏整体产业最近几年发展势头迅猛，产业链各个环节表现都较为突出。2009年，全国的多晶硅产量已达到1.8-2万吨，2009年，中国太阳能光伏组件产量为2500MW左右，占全球的3成左右。2009年，太阳能光伏发电安装量为160MW，超过过去几十年累计安装量的总和。

多晶硅原料：过度依赖进口瓶颈或将破解

2008年之前，太阳能上游的多晶硅产业的提纯核心技术主要掌握在国外七大厂商手中。美国的Hemlock、挪威的REC、美国的MEMC、德国的Wacker，以及日本的Tokuyama、Mitsubishi Material和Sumitomo Titanium，他们垄断了全球的多晶硅料供应，获得了太阳能产业链中最丰厚的利润。原料依赖进口是制约中国太阳能电池发展的一大瓶颈。中国虽然已经成为太阳能电池生产大国，但是2007年以前多晶硅供给能力却少得可怜。2007年中国多晶硅需求量超过1万吨，但是供给量却只有1130吨。2008年全年多晶硅需求量超过17000吨，供给量也仅有4110吨，缺口较大，太阳能电池产业原料对进口依赖度较高。这一矛盾在2009年得到很大程度的改善，2010年中国多晶硅供需矛盾基本得以解决。随着前期建设的多晶硅生产线的陆续投产，2009年中国多晶硅需求缺口已经降至6000吨，2010年中国多晶硅供需平衡关系发生逆转，全年多晶硅供给量首次超过需求量。

中国《新兴能源产业发展规划》已经上报国务院，该计划指出，2011～2020年，中国将对能源产业累计直接增加投资5万亿元。根据其具体细分，除核电和水电之外，可再生能源投资将达到2-3万亿元，其中风电将占约1.5万亿元，太阳能投资则达到2000-3000亿元。《新兴能源产业发展规划》初步计划到2020年中国的水电装机容量达到3.8亿千瓦，风电装机1.5亿千瓦，核电装机大约7000-8000万千瓦，生物质发电3000万千瓦，太阳能发电装机容量达到约2000万千瓦。相比2007年颁布的《可再生能源中长期发展规划与核电中长期发展规划》，风电、太阳能光伏及核电产业发展目标分别为原先规划的5倍、11倍和2倍。太阳能行业发展的关键技术已经列入国家级研发计划中。中国先后提出了针对薄膜电池、敏化电池技术的973计划。针对基础装备和材料，如碲化镉、硒铟铜、薄膜硅电池的技术已经列入863计划。兆瓦级光伏技术应用和关键技术问题已经列入科技攻关计划。

未来：非晶硅电池更具发展潜力

在太阳能光伏产业链中，多晶硅提纯技术的突破将带来近几年的市场热点。在整个太阳能光伏产业链中，中国企业多数进入的是位于后端的太阳能电池和组件的生产环节，多晶硅提纯环节属于中国制造业技术较为薄弱的环节。中国已投和在建的几十家多晶硅厂，多数采用西门子改良工艺，一些关键技术中国还没有掌握。在提炼过程中70%以上的多晶硅都通过氯气排放了，不仅提炼成本高，而且环境污染非常严重。国内一些企业已将开始小规模尝试物理法提纯多晶硅，一旦技术成熟形成规模生产，多晶硅成本和耗能将大大降低，其投资成本约为西门子的十分之一。放眼未来十年市场，非晶硅薄膜电池技术将成为业界中的主流技术。对于不同薄膜电池的发展，虽然CIS（铜铟硒）和CIGS（铜铟硒镓）电池转换效率更高，但是工艺的不稳定性和原材料的稀缺性都限制了其发展。CdTe电池已经逐渐被市场所认可，生产也进入了大规模量产阶段，成本仍有下降空间，未来几年市场规模也将继续扩大。不过从长期看，镉的毒性限制了CdTe电池的发展，市场潜力不如非晶硅薄膜电池。镉、砷元素有毒，而铟则是微量元素，地壳中含量相对较少。相比而言，非晶硅电池在原料和工艺稳定性上都更具发展潜力，但非晶薄膜电池的转换效率不高，衰退性能成为限制非晶薄膜电池发展的技术瓶颈。

高亮LED产业 高亮和超高亮LED将以21%的速度递增

目前高亮和超高亮LED已经占到中国LED市场的85%，是中国LED市场的成长动力。2009年，高亮度LED占中国LED市场的72.5%，超高亮LED占比约14%，同比增长18.7%和29.8%，而普通亮度LED市场缩小了6.5%。2012年，中国LED市场将达到402亿元的规模，而其中高亮LED和超高亮LED市场为261.4亿元和88.5亿元，2010-2012年间的平均增长率为21%和38%。LED照明是高亮和超高亮LED的重要应用市场。LED照明包括景观照明、路灯、汽车照明、室内照明、室内装饰、交通指示灯等。2009年按亮度分，中国LED照明市场中，有20.4%使用了超高亮LED，有68.4%使用了中高亮度LED，而普通LED仅占11.2%。2009~2012年间，中国LED照明市场将保持22%左右的增长速度，2012年市场规模将从2009年的80.5亿元提高到146亿元。显示背光将成为高亮LED主要的增长市场。中国液晶背光显示市场将强劲增长，2014年销售额将从2010年的4.68亿美元上升到12亿美元，复合年度增长率为25.7%。快速成长的中国电视机市场将给高亮LED带来市场机会，2013年，大陆液晶电视出货量将达到4860万台，LED背光的渗透率约为50%，需要LED97.2亿颗。

技术：自主创新任重道远

中国希望通过开发Si和GaN衬底的功率型GaN基LED，以减少国外专利的限制。蓝宝石和SiC是最常用的两种GaN基LED衬底，但前者的专利技术被日本日亚公司垄断，而后者则被美国CREE公司垄断。南昌大学与厦门华联电子有限公司合作承担的国家863计划项目“基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术”，已于2010年通过科技部项目验收。跨国厂商早期在中国建立了LED封装厂，现在正逐渐把外延、芯片等前段制程也转移到中国来，其中以台湾企业最为积极。2009年底，CREE开始在惠州建设LED芯片厂，这是CREE在北美以外的第一个芯片生产基地，CREE计划将LED外延片加工部分的技术引进中国。2010年5月，力晶半导体产业园LED晶片项目在徐州开工，总投资42亿美元，将建设100条MOCVD蓝光LED晶片生产线，以及8英寸、12英寸晶圆生产线。2010年4月，台湾晶元光电在常州的LED外延和芯片生产基地开始建设，总投资6亿美元，一期总投资3.6亿美元，将投入30台MOCVD外延炉。
二、2012年半导体材料行业面临挑战分析

在消费电子与绿色能源需求的推动下，新型半导体材料将更多地在生产中得到应用，新材料的使用同时也是降低成本的需求。此外，新的工艺技术也会对材料提出新的要求。

半导体产业2007年的销售额达到了2590亿美元，在过去的5年中平均增长率为9.5%。半导体材料的销售额占半导体产业的16%，为此，全球半导体制造公司、设备与材料公司在新材料方面的人力与资金投入都与日俱增。中芯国际45nm研发团队中就有超过一半的人在从事新材料的研发。半导体材料是集成电路产业的基础，材料技术的发展使集成电路技术的升级成为可能。半导体材料时代已经来临，在消费电子与绿色能源需求的推动下，半导体产业不断发展，新材料和新元素将更多地在生产中得到应用。如何选择与鉴定最合适的材料，如何预测材料对薄膜及工艺性能的影响，如何将新材料从研发快速转入大规模生产，成为材料时代的新挑战。

随着45nm技术时代的来临，新材料在半导体前道和后道工艺中都得到了日益广泛的应用。Praxair公司研发总监兼中国国际半导体材料研讨会技术委员会主席黄丕成介绍说，半导体制造中通常有6个典型的工艺步骤，分别为光刻、化学机械抛光(CMP)、刻蚀、电镀、薄膜淀积和离子注入工艺。在45nm技术中，新材料不仅包括新的光刻胶、更好的CMP工艺研磨液与研磨垫，也包括刻蚀工艺中的气体与试剂、电镀与薄膜淀积中的新材料与试剂。在前段工艺过程中的高k(介电常数)金属栅与应力硅材料以及后段工艺过程中的低k与阻挡层材料及相关工艺，都是当今半导体制造产业研究热点中的热点。
三、2012年半导体光催化纳米材料形貌研究获进展

在中国科学院“百人计划”项目支持下，中国科学院兰州化学物理研究所能源与环境纳米催化材料课题组在半导体光催化材料形貌及晶面设计合成研究领域获新进展。该研究工作利用银氨络离子([Ag(NH3)2]+)为前驱体，通过合理控制Ag+离子释放速率制备出具有单晶结构的Ag3PO4亚微米立方体，其表面完全由{100}晶面构成，具有规整的特殊边角结构的8个尖角及12条棱边。通过改变银氨络离子中的Ag+:NH3配比可以进一步调整Ag3PO4晶体的形貌、晶面及结构。此新型单晶亚微米立方体具有比球形Ag3PO4晶体更高的可见光降解有机污染物和光电转换性能。理论计算结果证实Ag3PO4{100}晶面呈现类金属电学结构，有利于光生电子和空穴的有效分离及增强可见光的吸收，从而增强光催化活性及光电转换性能。这些研究结果对于设计合成具有特定晶面的高活性半导体光催化材料具有一定的理论指导意义。相关研究成果发表在英国皇家化学会Chemical Communications期刊(Chem Commun, 2012, 48, 3748–3750)。
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